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Zuverlassigkeit und Entwurf

Die Tagung ,Zuverlassigkeit und Entwurf‘ (ZuE)
wird 2009 in Stuttgart mit dem besonderen
Schwerpunkt auf Diagnosefahigkeit und Zuver-
I&ssigkeit in mikroelektronischen Systemen der
Automobiltechnik mit Unterstlitzung der Koope-
rationsgemeinschaft Rechnergestitzter Schal-
tungs- und Systementwurf (RSS) durchgefihrt.

Heutige integrierte Systeme kdénnen hunderte
Millionen von Transistoren enthalten, bestehen
aus digitalen und analogen Komponenten un-
terschiedlicher Technologien und eréffnen véllig
neue Anwendungsfelder. Eingebettete Syste-
me, Ein-Chip-Systeme, Multiprozessoren und
integrierte Netzwerke gehen Uber die Steue-
rung von Gerdten und Anlagen, Fahrzeugen
und Verkehrssystemen weit hinaus und stellen
haufig besonders hohe Anforderungen an eine
zusatzliche, erweiterte Diagnoseféhigkeit, wel-
che auch das Auffinden sporadisch auftreten-
der, sicherheitskritischer Fehler im System
unterstitzen. Dem steht gegentber, dass bei
weiter sinkenden Strukturgréf3en in der Mikro-
elektronik die gefertigten elementaren Kompo-
nenten wie Transistoren und Leitungen Uber
einen sehr grofen Parameterbereich variieren
werden.

Es besteht dringender Bedarf an innovativen
Verfahren, um die Ausbeute, Zuverlassigkeit
und Diagnosefahigkeit von mikro- und nano-
elektronischen Systemen durch Fehlertoleranz,
integrierte Reparaturmechanismen und Diag-
nosehilfsmittel zu gewéhrleisten und ihre Quali-
tat durch entsprechende Entwurfs-, Verifikati-
ons- und Testverfahren, Uber alle Systemebe-
nen, angefangen bei den Halbleiterbauelemen-
ten Uber die Steuergerate bis zum gesamten
Automobil, sicher zu stellen. Diese Verfahren
missen sowohl Fertigungsfehler und Parame-
terschwankungen als auch Stérungen wahrend
des Betriebs kompensieren kénnen.

Zu diesen Themen und verwandten Bereichen laden
wir ein, wissenschaftliche Beitrage aus Theorie und
industrieller Praxis einzureichen. Die Einsendungen
werden einer umfassenden Begutachtung unterzogen
und die angenommenen Artikel in einem Tagungs-
band veréffentlicht.

Sebastian Sattler

Infineon Technologies AG, Neubiberg
Tagungsleiter

Hans-Joachim Wunderlich

Universitat Stuttgart
Vorsitzender der Programmkomitees

Termine

15.05.2009
Einreichung der Beitrage

10.07.2009
Benachrichtigung der Autoren
Tagungsort

Universitat Stuttgart
Tagungshotel der Telekom

Themenbereiche

Entwurfsmethodik
o Robuster Entwurf
o Synthesis for Reliability and Yield
Eingebettete Systeme
o Systemzuverlassigkeit beim
Hardware/Software Co-Entwurf
o Verfugbarkeitsgarantien bei Degradation
Mikroelektronik in der Automobiltechnik
o Ausfallanalysen und neue Fehlermodelle
o Konzeption von Architekturen unter
Zuverlassigkeitsaspekten
Analoge Schaltungen
o RF
o Storsicherheit
Verifikation digitaler Systeme
o Korrektheit
o Nachweis von Fehlertoleranz und
Zuverldssigkeitseigenschaften
Beschreibungssprachen und Modellierung
o Modellierung von Fehlertoleranz und Zuver-
Iassigkeit
Testmethoden und Diagnose
o Defekt- und Fehleranalyse
o Test, Diagnose und Fehlertoleranz
Layoutentwurf
o Methoden fir den 3D-Layoutentwurf
o Fertigungsnahe Verifikation

Es sind Teilbeitrdge von ca. 20 Minuten Dauer mit
anschlieRender Diskussion sowie Poster vorgese-
hen. Die angenommenen Beitrage werden in einem
zitierfahigen Tagungsband mit CD-ROM zusam-
mengefasst.

Die Fachtagung ist auf Deutsch, es sind jedoch Bei-
trage und Vortrage auf Englisch willkommen. Die
Beitrage sollten bis zu 8 Seiten umfassen. Es wird
gebeten, die Moglichkeit zur elektronischen Einrei-
chung zu nutzen.

Nahere Informationen unter:
www.ZuE2009.de




